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§1 重要提示 

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。 
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解

详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 
 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名  

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 

徐小田 独立董事 因公出差 杨光 

 
1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审

计报告。 
 
1.4 公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨

波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
 
§2 公司基本情况 

2.1 基本情况简介 

股票简称 有研硅股 

股票代码 600206 

上市交易所 上海证券交易所 

 
2.2 联系人和联系方式 

 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 翁丽萍 刘晶 

联系地址 北京市新街口外大街 2 号 北京市新街口外大街 2 号 

电话 010-62355380 010-62355380 

传真 010-62355381 010-62355381 

电子信箱 wengliping@gritek.com liujing@gritek.com 
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§3 会计数据和财务指标摘要 

3.1 主要会计数据                                             单位：元 币种：人民币 

 2011 年 2010 年 
本年比上年增减

（%） 
2009 年 

营业总收入 598,193,696.53 668,500,351.91 -10.52 475,099,190.98 

营业利润 5,571,474.15 7,340,397.52 -24.10 -46,139,153.07

利润总额 5,805,749.85 8,271,443.23 -29.81 -40,463,442.69

归属于上市公司股东的净利润    6,297,788.67 5,634,056.53 11.78 -33,734,543.71

归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润    
-6,799,696.63 4,842,667.68 -240.41 -41,140,058.54

经营活动产生的现金流量净额 62,883,726.39 98,364,578.79 -36.07 19,202,753.26

 2011 年末 2010 年末 
本年末比上年末增

减（%） 
2009 年末 

资产总额 1,210,261,471.32 1,231,216,783.59 -1.70 1,124,728,889.31

负债总额 443,991,933.18 471,174,123.19 -5.77 370,298,008.56

归属于上市公司股东的所有者权益 766,269,538.14 760,042,660.40 0.82 754,430,880.75

总股本 217,500,000.00 217,500,000.00 0 217,500,000.00

 

3.2 主要财务指标 

 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 

基本每股收益（元／股） 0.03 0.03 0 -0.16 

稀释每股收益（元／股） 0.03 0.03 0 -0.16 

用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.03 0.02 -240.41 -0.19 

加权平均净资产收益率（%） 0.83 0.74 增加 0.09 个百分点 -4.28

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.89 0.64 减少 1.53 个百分点 -5.22

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.29 0.45 -35.56 0.09 

 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减（%） 2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.523 3.494 0.83 3.469 

资产负债率（%） 36.69 38.27 减少 1.58 个百分点 32.92 

 
3.3 非经常性损益项目 
√适用 □不适用                                              单位：元 币种：人民币 

非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 

非流动资产处置损益 15,148,490.24 -5,757.27 5,012,906.28

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外 

254,400.00 49,500.00 260,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,916.00 887,302.98 402,804.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目  3,036,660.00

所得税影响额 -2,311,320.94 -139,656.86 -1,306,855.55

合计 13,097,485.30 791,388.85 7,405,514.83
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§4 股东持股情况和控制框图 

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 

4.1.1股东数量和持股情况 
单位：股 

2011 年末股东总数 34,538 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 33,664 户

前十名股东持股情况 

股东名称 股东性质
持股比

例(%)
持股总数

报告

期内

增减 

持有有限

售条件股

份数量 

质押或冻

结的股份

数量 

北京有色金属研究总院 国有法人 39.68 86,313,540  0 无 

中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 未知 2.47 5,368,788  0 未知 

高国强 未知 1.25 2,717,530  0 未知 
刘祺 未知 0.94 2,050,000  0 未知 
林洁君 未知 0.66 1,438,500  0 未知 
焦建华 未知 0.39 841,429  0 未知 
华新集团建筑安装工程有限公司 未知 0.38 823,300  0 未知 
李雅琴 未知 0.36 775,460  0 未知 
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.35 751,180  0 未知 
周玉兰 未知 0.29 636,300  0 未知 

前十名无限售条件股东持股情况  

股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 

北京有色金属研究总院 86,313,540 人民币普通股 
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 5,368,788 人民币普通股 
高国强 2,717,530 人民币普通股 
刘祺 2,050,000 人民币普通股 
林洁君 1,438,500 人民币普通股 
焦建华 841,429 人民币普通股 
华新集团建筑安装工程有限公司 823,300 人民币普通股 
李雅琴 775,460 人民币普通股 
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 751,180 人民币普通股 
周玉兰 636,300 人民币普通股 

上述股东关联关系或一致行动的说明 

公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他无限售流通股股

东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无

关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管

理办法》中规定的一致行动人。  
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 
 

 

国务院国有资产监督管理委员会 

北京有色金属研究总院 

有研半导体材料股份有限公司 

100% 

39.68% 

 

 

§5董事会报告 

5.1 管理层讨论与分析概要 

5.2 管理层讨论与分析 

一）报告期内公司经营情况回顾 

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 

1、报告期内公司总体经营情况回顾 

2011 年是继金融危机后对有研硅股的又一次挑战，欧洲债务危机尚未结束，而美日经

济持续低迷，半导体产业投资意愿降低，全球半导体行业营业收入增速明显放缓。面对复杂、

不利的国内外市场形势，公司全体员工齐心协力，积极开拓市场、降本增效，实现营业收入

59,819 万元，实现利润总额 581 万元，净利润 630 万元，净利润实现同比增长 11.78%，资

产总额达到 121,026 万元，公司总体经营情况良好。 

根据公司“十二五规划”和公司总体战略目标，2011 年，公司加快调整产业结构，逐

步进军半导体硅材料高端产品领域，积极发展具有高科技含量、市场潜力巨大的大直径单晶

硅产品和区熔单晶硅产品，为实现公司战略转型打下了坚实的基础。 

报告期内，公司管理层以“细化管理、提高效益、夯实基础”作为加强管理，改善经营

的原则和核心内容，主要开展进行了以下工作： 

（1）加大降本增效工作力度，严格控制公司各项费用支出 

2011 年，公司继续严格控制成本费用支出，围绕成本控制等方面开展了一系列工作，

员工成本意识不断提高，公司生产和库存管理水平得到大幅提高、降本增效深入员工日常工

作生产之中，初步形成了人人节能减排、人人做事讲成本的文化氛围。 

（2）优化人力资源结构，完善人才晋升机制 

2011 年，公司进一步优化人力资源结构，初步建立了基本岗位信息库，为定员定岗打

下基础。着重加强一线班组建设，在人员任用、培训、考核等各方面采取措施，加强一线人

员责任心及操作水平，确保产品产量及质量。此外，公司建立人才发展平台，完善人才晋升

机制，对工作努力为公司做出贡献的员工给予加薪升职的奖励。 

（3）建立精细化生产管理模式，夯实公司发展基础 

2011 年，公司在加强精细化生产管理方面也做了大量工作，初步建立了涵盖岗位分配、
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设备效率、质量管理、成本控制、库存管理等生产各环节的细化管理措施和制度，取得明显

成效。具体措施有：细化岗位划分，增强作业指导书标准化，坚持质量周会，加强售后服务

等等，进一步夯实了公司发展的基础。 

 
2、报告期内公司主营业务及其经营状况 

 
（1）报告期内公司主营业务分行业及产品构成情况表           

单位：元    币种：人民币 

分产品 营业收入 营业成本 
毛利率

（％）

营业收入 

比上年增减

(%) 

营业成本 

比上年增减

(%) 

毛利率比上年增

减（%） 

半导体材料 547,224,501.04 509,188,706.33 6.95 -10.87 -7.90 减少4.1个百分点

技术服务项

目 
9,090,358.00  

 
（2）报告期内主营业务分地区情况表                       

 单位：元    币种：人民币 

地  区 主营业务收入 比上年增减（％） 

境  外     169,924,894.16 -23.95%
境  内 386,389,964.88 -2.18%

 
（3）占营业收入或营业利润 10％以上的主要产品          

 单位：元   币种：人民币 
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 

半导体材料 547,224,501.04 509,188,706.33 6.95

 
（4）主要供应商、客户情况  

 
公司前 5 名供应商采购金额合计为 192,798,710.79 元，占公司年度采购总额的 43%。 
公司前 5 名客户销售额合计为 269,164,588.70 元，占公司年度销售总额的 45%。 
 

3、报告期内公司资产负债项目大幅变动说明：    
                           单位：元 

 

项   目 本期期末数 上期数 变化额 增减比例（%） 变动原因 

应收票据 86,062,999.72  52,322,812.68 33,740,187.04 64.48% 国内销售收入增加所致 

应收账款 85,378,309.76 124,068,445.13 -38,690,135.37 -31.18% 四季度销售订单减少所致 

预付款项 6,438,368.16 12,756,831.47 -6,318,463.31 -49.53% 预付货款减少所致 

其他应收款 11,041,104.89 15,938,205.72 -4,897,100.83 -30.73% 收回海关保证金所致 

在建工程 39,351,655.56 63,417,279.78 -24,065,624.22 -37.95% 部分在建工程转固所致 

长期待摊费用 4,657,390.25 7,583,702.93 -2,926,312.68 -38.59% 长期待摊费用摊销所致 

应付票据 438,833.3 4,601,855.52 -416,3022.22 -90.46% 减少票据结算所致 

其他应付款 117,887,366.7 73,668,943.99 44,218,422.71 60.02% 应付水电费等增加所致 
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4、报告期内，公司利润表财务指标大幅变动说明：                         

单位：元 

财务指标 本期数 上期数 增加额 增减比例（%） 变动原因 

资产减值损失 6,673,131.85  4,438,923.76 3,434,803.82 50.33% 计提存货跌价准备所致 

投资收益 22,511,883.94  96,000.00 22,415,883.94 23,349.88% 转让股权及收到分红款所致 

营业外收入 26,0400.00  938,557.72 -678,157.72 -72.26% 上期收到保险赔款所致 

所得税费用 -492,038.82  2,637,386.70 -3,129,425.52 -118.66% 上期有未弥补亏损等原因所致

 

5、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动说明                           

单位：万元 

项    目 本期数 上期数 增加额 增减比例（%） 变动原因 

经营活动产生的现金流量净额 62,883,726.39  98,364,578.79 -35,480,852.40 -36.07% 本期科研支出增加所致 

投资活动产生的现金流量净额 -18,932,635.91  -59,407,177.57 40,474,541.66 -68.13% 本期转让股权所致 

筹资活动产生的现金流量净额 -30,172,182.00  34,980,715.81 -65,152,897.81 -186.25% 本期借款减少所致 

 
6、报告期内主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析             

单位：万元   币种：人民币 
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 

国泰半导体材料有限公司 有限责任 
研制、生产重掺砷硅单晶（片）、区熔

硅单晶（片）等 
20,700 31404.09 961.89

国晶微电子控股有限公司 有限责任 

半导体材料及相关材料的进出口贸易；

相关技术开发，技术转让和技术咨询服

务；信息通信、智能控制、新材料等领

域的高科技项目投资等业务。 

1,000 港币 7924.68 291.67

 

二）对公司未来发展的展望 

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新统计数据， 2011 年全球半导体销售额增

长率为 0.4%，总金额则达 2,995.2 亿美元，预计 2012 年全球半导体市场营业收入则预估为

3,010 亿美元、较前一年增长 2.6%， 2013 年增长率则估计为 5.8%，规模将达到 3,280 亿美

元，到 2015 年，全球半导体销售收入将达 3,780 亿美元。随着半导体产业回暖，将带动半

导体材料市场需求大幅增长。 

随着电动汽车、新能源等产业的发展，我国半导体产业也将走出低谷，重回上升轨道，

预计 2012 年中国半导体产业增速将达 13.4%，产业销售额将达 2869.7 亿元。因此，公司经

营发展会随着行业发展大趋势，在产品供应量及经营效益方面都将有所提高，公司将面临较

好的市场机遇和激烈的市场竞争形势。 

从国内竞争格局来说，公司产品在品种和数量上虽然已经具有一定优势，但在资金投入、

产品成本等方面仍与行业内实力企业存在差距。5、6 英寸硅片产品市场竞争激烈，应做好

客户和市场的维护工作，未来市场潜力大的 8 英寸、12 英寸硅片产品，需要尽快提高产能，

抢占市场份额；从国外市场上看，大直径单晶产品竞争对手依然集中在美国、韩国等规模较

大的设备材料厂商，在产业链条、地域优势、产品性能等方面比公司有较大优势，公司需要
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紧跟客户需求，不断开发科技含量高、附加值高的大尺寸单晶产品，才能占有市场份额，获

得经济效益。 

2、公司发展机遇和发展战略 

现阶段，国内外半导体产业正在慢慢复苏，总体形势趋于增长。同时“十二五规划”期

间，随着国家电子信息、新能源产业发展的各项措施落实，公司正处于良好的发展机遇期。

公司应趁国内外产业调整和国家经济改革之际，加快优化产业结构，提高有市场潜力、有竞

争力产品的产能，拓展产业领域，增大市场份额，不断提高盈利能力，促使公司产业发展达

到新水平、新高度。 

在半导体行业中，有研硅股拥有良好的市场优势和科技优势，在充分利用好良好的品牌

声誉和稳定的客户群等原有优势的基础上，应充分满足市场新需求，保持半导体材料科研领

域的领先地位，争取更多领域、更多层次科研项目，在产品品种和科技含量上提升新高度。 

发挥有研硅股在行业中的人才优势和技术优势，优化整合现有资源，紧跟国家重点支持、

有巨大市场需求的重要领域，解决公司发展的瓶颈问题，在科研攻关、产业建设、市场开发

等方面取得更大进展，为未来有研硅股的发展奠定坚实的基础，确保有研硅股在国内半导体

材料领域领先地位。 

3、公司年度经营计划 

鉴于不断增长的部分新产品的市场需求，公司 2012 年度经营总体目标是在 2011 年基础

上继续提高产销量、稳步增加营业收入，通过调整产品结构，增加高附加值产品的产销量，

确保营业利润有较大幅度增长。 

    为确保公司新年度经营业绩目标实现，做好运营管理各项工作，公司年度经营计划及措

施具体如下：  

（1）创新考核机制, 继续深化考核力度。 

2012 年公司将进一步完善绩效考核机制，严格考核，奖惩分明，尤其加强采购、生产

和销售考核的有效协调统一，切实保障全年生产经营目标实现。通过岗位分析，建立岗位数

据库，进一步深化人力资源管理和改革工作，切实提升公司管理水平。 

（2）积极开拓市场，深入开展降本增效工作 

2012 年，公司将进一步开拓市场，加大 8 英寸硅片和区熔单晶的市场开拓力度，不断

拓展新市场、新领域。在积极开发新市场的同时，公司会进一步深入开展降本增效的工作，

做好成本控制及财务预算工作，提高准确性和细致性，严格控制成本和费用支出。 

（3）抓好重大科技专项工作，提升公司管理水平和技术水平。 

2012 年，公司将进一步引进高学历人才，补充公司科研力量，加大关键技术人才和年

轻骨干人员提拔培养力度。在提高科研人员薪水、加大科研投入等方面提高公司技术水平，

争取在申请重大科研专项，发表文章专利等方面有更大的突破。 

（4）推进企业内控体系建设工作，提高风险防范能力 

2012 年，公司将积极推进内部控制体系建设，进一步梳理完善公司内部控制制度、业

务流程，制定风险清单，查找内控缺陷，落实内部控制自我评价工作。在满足国家合规性要

求的基础上，落实内部控制建设工作，提高执行力和公司风险防范能力。 
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4、公司资金需求和使用计划 

资金需求主要是 8 英寸硅单晶抛光片项目投资，资金来源是公司正在申报过程中的非

公开发行拟募集资金；日常周转流动资金需要，资金来源是公司自有资金和银行流动资金贷

款。 

5、公司面临的风险和对策 

（1）市场变化风险 

尽管半导体整体市场发展趋于乐观，但市场的细微变化以及竞争形势的变化都可能造成

公司经营决策和经营形势的变化，来自市场变化的风险将是持续的、广泛的。 

对策：对各类市场信息有效收集，形成有计划、有判断的处理及分析，及时予以决策，

全方位提高产品质量和服务水平，维护好市场；理性客观对待竞争对手优劣势，扬长补短，

通过高质量产品和发展特色经营，提高抵御市场风险的能力。 

    （2）政策风险 

    从国家对电子信息产业的发展计划和扶持政策来看，科研项目承担和研发资金投入越来

越集中在行业领域内具有绝对实力和优势的少数企业，如果公司在已有科研项目及行业发展

中不能占有先机和优势，将面临缺少足够科研资金和政策扶持风险，不利于公司长远发展。 

对策：确保现有科研项目按时保质完成，加强自身科研人员和资金投入，保持现有技术

优势，跟踪同行业企业技术进展及国家相关政策制定情况，尽全力延续和争取具有战略意义

的科研项目和资金扶持。 

    （3）产业发展风险 

    从近年来行业发展形势看，公司下游产业升级进度明显加快，产品种类和数量变化很大，

尽管公司已加快适应新的产业发展趋势，但相应的产业调整和发展进度明显滞后，长久来看，

将在未来的产业大趋势中处于不利地位，进而可能对公司生产经营造成严重影响。 

对策：积极跟踪下游产业发展，加快新的产业发展计划实施，适时调整公司生产经营策

略，积极适应产业变化。 

（4）人员风险 

    公司虽然在多年发展中积累了一定人才优势，但近年来由于经营效益、运行机制等多方

面原因，公司在人才持续培养、引进方面进展仍显不足，高层次技术和管理人才都较缺乏，

一线员工流动大，也成为制约公司提升企业核心实力、取得更好经营效益主要障碍。 

对策：公司将采取提高关键人才、关键管理人员的工资福利待遇、加大培训力度、引进

更多高学历人才、增加优秀人员奖励范围和幅度等多种形式稳定人员队伍和加强人员建设，

减少人员风险。 
 
5.3 主营业务分行业、产品情况表 
  请见前述 5.1 
 
5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化

的原因说明 
  请见前述 5.1 
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§6财务报告 

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 

6.2 本报告期无前期会计差错更正 
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